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（二）市场供应情况
目前，高性能碘化铯晶体（CsI）、钨酸镉晶体（CWO）、硫氧化钆陶瓷（GOS）等闪烁体材料核心技术

和产能主要掌握在日本滨松、日本日立、日本东芝、法国圣戈班等国外巨头手中。 近年来，国内闪烁体
材料下游行业（如 CT系统、安全检查设备、工业检测设备等）发展较为迅速，对闪烁体市场需求较大，
同时新冠疫情对供应商产量、运输等造成了一定限制，导致国内供应较为紧张。 碘化铯晶体（CsI）国内
部分生产商可以供应中低端产品，钨酸镉晶体（CWO）、硫氧化钆陶瓷（GOS）国内暂无量产厂家。 目前，
国内市场闪烁体材料经常出现缺货的情况，对上述闪烁体材料进口替代需求较为迫切。

（三）市场需求情况
碘化铯晶体（CsI）、钨酸镉晶体（CWO）、硫氧化钆陶瓷（GOS）主要用于 LDA探测器和 CT探测器生

产。
CT探测器和 LDA探测器市场需求情况详见本题回复之“一、X线探测器市场各技术路线的销售

格局、对应客户类型及发展趋势，公司现有、前次及本次募投项目探测器产品报告期内收入及对应的
技术路线、技术水平、应用领域等情况”相关内容。

综上所述，发行人新增闪烁体材料主要用于自用，国内产品基本由国外巨头垄断，下游市场进口
替代需求较大，市场空间广阔，预计产能能够充分消化。

1.2 关于数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目
根据本次申报及 IPO披露材料，（1） 本项目研发方向包括 CMOS探测器、CT探测器、TDI 探测器、

SiPM探测器、CZT光子计数探测器相关技术以及探测器芯片等方面，实施内容包括新建研发场地和购
置研发设备；（2）IPO募投研发中心建设项目研发课题包括高性能多尺寸动态/静态平板探测器、 核心
模组开发、闪烁体技术开发、新型探测器技术开发、面板新工艺开发、软件及算法开发、ODM 探测器开
发、检验检测技术开发等。

请发行人说明：（1）IPO募投研发中心建设项目的研发进展、资金投入及成果转化，本次及 IPO 募
投项目在研发内容上的区别，是否构成重复建设；（2）本项目预计形成的研发成果、拟开发的产品，对
应的市场空间、竞争格局，是否具有市场拓展可行性；（3）公司在各研发方向是否均具备针对性的技术
和人员储备；（4）结合公司现有的（包括 IPO 募投项目）及该项目拟新增的研发场地面积、研发人员数
量、研发设备数量及用途，是否可以共用，分析该项目增加研发场地、购置设备的必要性及合理性。

回复：
一、IPO募投研发中心建设项目的研发进展、资金投入及成果转化，本次及 IPO募投项目在研发内

容上的区别，是否构成重复建设
（一）IPO募投研发中心建设项目的研发进展、资金投入及成果转化
1、资金投入情况
公司 IPO募投项目之研发中心建设项目承诺投资金额为 25,000.00万元，项目周期为 36个月。 截

至 2021年 12月 31日，已使用资金金额为 8,573.12 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，已使用资金金额为
13,309.18万元。 上述募集资金预计 2023年使用完毕。

2、研发进展及成果转化情况
发行人 IPO募投项目之研发中心建设项目包括八大研发课题，具体为高性能多尺寸动态/静态平

板探测器、核心模组开发、闪烁体技术开发、新型探测器技术开发、面板新工艺开发、软件及算法开发、
ODM 探测器开发、检验检测技术开发。报告期内，发行人共申请 138项专利，取得授权专利 129项。各
研发课题进展、成果转化情况具体如下：
序号 项目名称 研发进展 主要成果及转化情况

1 高性能多尺寸动态/静态平板
探测器

完成多型号、 多种应用领域产品研
发及转产。

推出 0505、0606、1012、1212、1616、1717 等动态小
中大全尺寸探测器家族， 推出公司首个动静合一
大尺寸探测器； 成功在部分普放产品导入第四代
全面板 AED技术和智能化自动曝光控制技术。

2 核心模组开发
完成高灵敏度 AED 探测器模组及
一维线阵探测器模组研发， 启动二
维 PD 阵列模组与闪烁体封装模组
开发。

推出线阵探测器模组 6404家族、CD04、CD08及普
放无线系列探测器 AED模块。

3 闪烁体技术开发 完成晶体生长技术研发， 已在多种
线阵量产产品上应用。

完成碘化铯晶体、钨酸镉晶体、硫氧化钆陶瓷等闪
烁体低余辉生长工艺开发， 完成大尺寸闪烁体生
长炉及治具设计。

4 新型探测器技术开发
完成无线普放柔性探测器研发，双
能探测器已实现客户送样， 曲面探
测器及口内无线探测器完成研发样
机开发。

成功推出 Luna1013 及 Luna1012 柔性基底无线探
测器系列、Mercu0517曲面探测器； 无线口内探测
器。

5 面板新工艺开发
完成多种尺寸低残影非晶硅图像传
感器面板开发、完成 IGZO 探测器图
像传感器面板开发。

实现多种非晶硅静态及动态探测器系列量产，
IGZO高速动态探测器系列实现量产。

6 软件及算法开发 完成快速去栅影算法及软件工具；
虚拟栅算法及软件工具的开发。 部分图像处理算法已用于普放量产产品。

7 ODM 探测器开发
ODM 探测器按照计划处于设计/验
证过程中， 设计指标与性能符合客
户预期

为超过 5 家客户完成 ODM 探测器开发过程中解
决了 Noisy pixel超标问题， 极大优化了 TFT 面板
性能。

8 检验检测技术开发 完成自动化图像检测平台及三维/准
三维图像测试平台开发。

自动化图像检测平台及三维/准三维图像测试平
台已用于研发、生产过程，提高生产效率及关键性
指标检测准确性。

（二）本次及 IPO募投项目在研发内容上的区别，是否构成重复建设
本次募投项目研发内容由两大部分构成， 一是探测器芯片相关技术， 二是新型探测器相关技术

（包括 CMOS探测器、CT探测器、TDI探测器、SiPM探测器、CZT 光子计数探测器等），预计研发投入总
额为 30,000.00万元。 其中，探测器芯片相关研发拟使用募集资金，预计研发投入金额为 10,000.00 万
元；新型探测器相关研发拟使用自有资金，预计研发投入金额为 20,000.00万元。

1、探测器芯片相关研发与 IPO募投项目具有明显区分
近年来，虽然以发行人为首的国内探测器厂商成功研制出国产非晶硅、IGZO 和 CMOS 探测器，打

破了国外厂商对数字化 X线探测器的技术垄断，完成了产业链由发达国家向中国大陆的转移。但目前
国产探测器生产所需的芯片（如读出芯片、CIS、SiPM 传感器、计数芯片、TDI 芯片、PD 等）仍长期依赖
于进口，仅读出芯片采购成本占探测器总成本比例就已达到 10-20%。

报告期内，发行人成功开发了基于 BGA封装 64通道、16位 ADC转换的读出芯片，目前已应用于
LDA探测器等产品。 目前，发行人在研基于 COF封装的高性能读出芯片，拟逐步替代进口芯片产品。
本次募投项目发行人拟使用募集资金 10,000.00 万元，进一步加强探测器芯片相关研发，以解决国产
探测器芯片“卡脖子”问题，实现进口替代，持续优化产品成本。

IPO募投项目研发课题不包括探测器芯片，因此本次募投项目拟使用募集资金的研发内容与 IPO
募投项目具有明显区分，不构成重复建设。

2、新型探测器相关研发是 IPO募投项目的深化与延续
本次募投项目之新型探测器相关研发主要包括 CMOS探测器、CT 探测器、TDI 探测器、SiPM 探测

器、CZT光子计数探测器等五大研发方向。 IPO募投项目相关研发课题中，包括 CMOS探测器、CT探测
器和 CZT光子计数探测器相关研发内容，未包括 TDI探测器和 SiPM探测器相关研发内容。

数字化 X线探测器研发是一个长期且持续的过程，一方面新技术、新产品的推出需要持续的研发
投入，另一方面既有产品也需要持续优化、调整和更新。 发行人 IPO 募投项目之研发中心建设项目募
集资金预计将于 2023 年使用完毕，在 IPO 募集资金使用完毕后，发行人拟使用自有资金继续开展新
型探测器研发工作，从而持续优化产品结构，提高公司核心竞争力。

本次募投项目之新型探测器相关研发拟使用自有资金，是 IPO募投项目的深化与延续，不构成重
复建设。

综上所述，本次募投项目与 IPO募投项目研发内容不存在重复建设的情况。
二、本项目预计形成的研发成果、拟开发的产品，对应的市场空间、竞争格局，是否具有市场拓展

可行性
（一）本项目预计形成的研发成果、拟开发的产品
本次募投项目预计形成的研发成果、产品情况如下：

序号 项目名称 应用领域 目前研发情况 预计研发成果

1 CMOS探测器
普放 ＆乳腺设备
外科手术设备
齿科设备
工业检测设备

三面拼接的大面阵 CMOS探测器 四面拼接的更大面积的 CMOS探测器
目前公司 CMOS 探测器均为有线产
品 拟开发无线 CMOS探测器产品

目前公司 CMOS 探测器帧率为 30
帧/秒 CMOS探测器帧率达到 100帧/秒以上

目前口内探测器像素尺寸为 20um 拟开发像素尺寸更小的口内 CMOS 探
测器

2 TDI探测器 新能源电池检测设备
食品检测设备

目前已开发基于 CMOS 的 128 级/
256级数字 TDI探测器

基于 CMOS 的 512 级/1024 级数字 TDI
探测器

目前为数字 TDI探测器 拟开发模拟 CCD-TDI探测器

3 CT探测器 医用 CT系统
安全检查 CT系统

目前已开发 CT 探测器核心部件准
直器（ASG）、硫氧化钆陶瓷（GOS）及
PD，并正在进行 CT探测器整机集成

32 排-256 排 CT 探测器整机及其性能
的持续优化

4 CZT光子计数探测
器

能谱 CT系统
工业能谱检测设备 开发中 CZT 晶体制备技术及 CZT 光子计数探

测器

5 SiPM探测器
PET、PET/CT、PET/MRI
激光雷达
荧光检测

开发中 SiPM传感器及探测器

6 探测器芯片 平板探测器
CT探测器

已开发基于 BGA 封装 64 通道、16
位 ADC 转换的平板探测器读出芯
片；

拟开发更高性能读出芯片

（二）相关产品的市场空间、竞争格局，是否具有市场拓展可行性
1、CMOS探测器、TDI探测器、CT探测器
CMOS 探测器、TDI 探测器、CT 探测器市场空间、竞争格局情况详见“1.1 关于新型探测器及闪烁

体材料产业化项目”之“（1）X 线探测器市场各技术路线的销售格局、对应客户类型及发展趋势，公司
现有、前次及本次募投项目探测器产品报告期内收入及对应的技术路线、技术水平、应用领域等情况”
相关内容。

2、CZT光子计数探测器
在极短的时间内，光子计数探测器单个像素能够在测量完一个光子转化的电子能量后，迅速复位

并等待下一个光子入射，从而能够在有限的光子流量下精确记录入射光场中每一个光子的能量。 光子
计数探测器不仅仅能够测出入射光场的强度分布，还能够得到能谱分布。 通常而言，光子计数有两种
实现模式：1、间接型，即闪烁体+SiPM（硅光电倍增管）或 PMT（光电倍增管）；2、直接型，无需闪烁体，
CZT等半导体材料直接连接读出电路。 CZT光子计数探测器属于直接型光子计数探测器。

间接型的原理是使用闪烁晶体将能高能的 X光子转成低能的可见/紫外光子再通过背后的 SiPM/
PMT探测。 然而，受限于闪烁体的弛豫时间限制，间接型无法达到非常高的计数率，故 SiPM 探测器一
般用于 X射线光通量较低的领域（如 PET、PET/CT、PET/MRI等）。 直接型的光子计数可以极大程度上
避免如上问题，由于 CZT 直接型光子计数无需闪烁体，理论上可以避免 X 光被闪烁体转换后的能量
损失，即提高了系统灵敏度；同时，由于没有闪烁体的存在，减少了 X光转换成可见光后形成的“串扰”
问题，即提升了图像清晰度；此外，入射的 X 光直接在 CZT 晶体中转换为载流子（电子空穴对），并在
电场加速下实现电荷的分离与收集，没有闪烁体弛豫时间限制，可以实现非常高的理论计数率。

对于 CZT 光子计数探测器， 国外厂商主要有瑞典 Direct Conversion（已被万睿视收购）、 英国
Kromek、瑞典 Prismatic Sensor AB（已被 GE 医疗收购）；对于 CZT/CdTe 晶体，国外厂商主要有加拿大
Redlen（已被日本佳能收购）、日本 Acrorad（主要股东为西门子医疗），国内厂商主要有陕西迪泰克。

CZT光子计数探测器在技术成熟后可广泛应用于医疗和工业两大领域。 在医疗领域，CZT光子计
数属于下一代 CT探测器技术，可以使目前的螺旋 CT 系统具备能谱成像功能，在工业领域，可用于辐
射探测、异物检测等，可提高在线检测提高异物识别率，增加良率降低成本。 在当前阶段，CZT 光子计
数探测器主要应用于医用能谱 CT系统领域， 潜在下游客户为国内外主流 CT 系统制造商（如 GE 医
疗、飞利浦医疗、西门子医疗、联影医疗、明峰医疗、安科股份等），与公司本次募投项目规划的 CT 探测
器客户保持一致。2021年，西门子医疗推出了全球首台光子计数 CT系统（NAEOTOM Alpha）；GE医疗
的光子计数 CT系统已经进入临床阶段。公司产品研发成功后，将作为迭代产品继续向 CT探测器客户
进行销售。

3、SiPM探测器
对于 SiPM探测器， 其属于间接型光子技术探测器， 除上文所述可用于医学影像领域（如 PET、

PET/CT、PET/MRI等）外，还可应用于激光雷达、辐射检测（如射线辐射检测、实时环境检测等）、生物科
学检测（如 PCR、血液分析仪等）、高能物理（宇宙射线探测、高能粒子加速器等）等领域。 未来，随着高
端医疗影像产品需求的增长， 以及智能驾驶普及带来的激光雷达需求增长，SiPM 探测器市场空间广
阔。

目前，由于 SiPM 传感器的生产工艺要求较高，SiPM 传感器生产厂商主要包括日本滨松、美国安
森美、美国博通等。 对于适用于各应用领域的 SiPM探测器，目前没有专门的生产商，主要为各应用设
备厂商自研。

PET、PET/CT、PET/MRI与 CT、DR 等设备一样，均属于医学影像设备。 SiPM 探测器与公司现有探
测器产品相比，产品定位均为医学影像设备的核心成像部件，核心功能均为光电转换，但传感器采用
的技术路线不同，导致产品特性和应用设备存在一定差异。公司 SiPM探测器产品研发成功后，将优先
用于医用领域。 目前全球范围内 PET、PET/CT、PET/MRI 主要制造商包括 GE 医疗、飞利浦医疗、西门
子医疗、联影医疗、明峰医疗、东软医疗等，与公司现有客户群体重合度较高，公司在产品推广和市场
开拓方面具有一定客户优势。在医疗以外的其他应用领域，由于 SiPM探测器产品技术难度较高、市场
供应商较少，公司也会基于自身产品特点，定向开发 SiPM探测器潜在下游客户，如各大使用激光雷达
的智能驾驶车企、PCR 检测仪器制造商，如伯乐（BioRad） 、赛默飞（Thermofisher）、因美纳（illumina）等。

4、探测器芯片
探测器需使用的芯片种类较多，不同类型探测器使用的探测器芯片种类也存在差异，如模数转换

芯片（读出芯片、计数芯片等）、光电转换芯片（CIS芯片、SiPM芯片、TDI芯片、PD芯片等），均属于探测
器芯片范畴。 其中，读出芯片是几乎所有探测器均需使用的核心原材料之一，其功能为将模拟信号转
换为数字信号，平均每台探测器需使用 12 块左右的读出芯片，占探测器总成本的比例约为 10-20%。
目前全球每年探测器需求量约为 15-20万台，市场空间巨大。

目前，全球范围内平板探测器读出芯片主要供应商包括德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等；CT 探测
器读出芯片主要供应商包括艾迈斯（AMS）、德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等。 国内暂无探测器芯片量产
厂家。

综上所述，上述产品具有一定的市场空间，具有市场拓展可行性。
三、公司在各研发方向是否均具备针对性的技术和人员储备
（一）技术和产品储备
本次募投项目各研发方向技术和产品储备情况如下：

序号 项目名称 产品储备 技术储备
1 CMOS探测器 详见“问题 1.1 关于新型探测器及闪烁体材料产业化项目”之“三、结合目前相关产品占比较低

或尚未量产的原因、报告期内相关的研发项目及投入、形成的知识产权等，说明本次募投项目所
需相关核心技术与工艺的准备情况，募投项目实施是否存在重大不确定性”相关内容

2 TDI探测器
3 CT探测器

4 CZT光子计数探测器 目前仍处于开发阶段

1、CZT晶体生长技术：生长特定晶格方向的单晶 CZT；目前已完成
CZT晶体小样生长并获得特定晶格方向晶体样品， 还需要进一步
攻克大尺寸 CZT单晶制备工艺。
2、CZT传感器制备技术： 在 CZT晶圆上制造具有特定电性能的传
感器或者传感器阵列，目前已初步制备多种样品用于工艺完善。
3. 光子计数电路开发：实现高计数率、低噪声、多通道光子计数型
信号读出芯片，目前已搭建电路原型进行测试。

5 SiPM探测器 目前仍处于开发阶段

1、SiPM传感器设计及制备技术：设计工作在盖革模式下的光电二
极管阵列及淬灭电阻器件，实现高灵敏度 SiPM传感器和传感器阵
列，目前已完成第一代 SiPM传感器和传感器阵列设计。
2、高速读出电路技术：针对不同应用设计开发积分型、光子技术型
信号采集电路；目前已开发小型阵列积分型信号采集电路。

6 探测器芯片

开发了基于 BGA 封装 64 通
道、16位 ADC 转换的读出芯
片；
正在开发高性能 ADC 转换
的读出芯片。

目前类似架构的 64通道读出电路芯片已用于 LDA 探测器量产产
品。
高性能低噪声高速读出电路芯片： 同时采集电荷信号并转换成数
字信号，实现图像传感器电信号的采集和数字化，需要具有高数据
通道数、低噪声和支持高帧率采集性能。

截至目前，发行人累计取得各种专利超过 200项，其中发明专利过百项。 同时，发行人还承接了国
家科技部重点研发计划项目等多项国家及地区级研发项目，获得工信部“专精特新”小巨人、上海市科
技进步一等奖、上海市专利示范企业、上海市科技小巨人企业、上海市浦东新区科技进步一等奖等多
个奖项或荣誉。 发行人具备深厚的产品技术储备与研发实力，具有坚实的技术平台优势和持续的研发
投入，强大的研发实力将为本项目的顺利实施提供技术保障。

（二）人员储备
截至 2022 年 3 月 31 日， 发行人研发人员数量为 310 人， 其中本科及以上学历人数占比接近

80%，硕士及以上学历人数占比超过 35%，研发团队成员具有较好的学术背景和知识储备。
发行人已就各研发方向设立了专门的研发小组，各研发小组均设置了负责人和核心人员，并制定

了后续研发人员需求及招聘计划。 具体情况如下：

序号 项目名称
研发小组人数
2022 年 3 月 31
日

2022年 12月 31
日

2023年 12月 31
日

2024年 12月 31
日

2025年 12月 31
日 2026年 12月 31日

1 CMOS
探测器 16 19 22 25 28 30

2 TDI探测器 14 16 20 22 24 25
3 CZT光子计数探测器10 12 13 15 17 20
4 CT探测器 13 14 15 16 18 20

5 SiPM
探测器 8 9 10 12 13 15

6 探测器芯片 6 15 20 25 30 35

公司各研发小组负责人及核心人员均具有丰富的行业研究经验。 发行人在本次募投项目各研发
方向均具备针对性的技术和人员储备。

四、结合公司现有的（包括 IPO 募投项目）及该项目拟新增的研发场地面积、研发人员数量、研发
设备数量及用途，是否可以共用，分析该项目增加研发场地、购置设备的必要性及合理性

（一）研发人员、研发场地情况
1、现有研发人员、研发场地情况
报告期内，随着经营规模快速提升，研发需求大幅增加，发行人研发人员数量保持持续增长。 2019

年至 2021年，发行人研发人员数量年均复合增长率为 27.69%。 报告期各期末，发行人研发人员数量
情况如下：
项目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
研发人员数量（人） 310 256 162 157

截至 2022年 3月 31日，发行人研发场地面积合计约为 4,000平方米，具体情况如下：
序号 坐落位置 取得方式 报告期内租赁时间 研发部门使用面积（㎡）

1 上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 45 号楼
1、2、3、4层 租赁 2019年 1月至今 2,426.09

2 上海浦东新区张江高科技园区瑞庆路 590 号产证 9
幢（现场 7幢）2层 202室 租赁 2019年 1月至今 214.50

3 上海市浦东新区新金桥路 1888 号金领之都园区 7
幢 102单元 租赁 2021年 9月至今 759.84

4 上海市浦东新区金海路 1000号 46（幢）房屋 4层 租赁 2022年 2月至今 620.91
合计 4,021.34

目前，发行人研发场地主要为研发人员办公使用，约 3,000 平方米，人均办公面积较小，办公场地
相对拥挤。研发专用实验室面积约为 1,000平方米左右，研发实验室集中在金领之都 45号楼 1层和金
领之都园区 7幢 102单元。 在研发过程中，受研发场地和设备限制，研发部门部分实验需要委托其他
机构实验室进行，同时也经常需要借用生产部门的场地和设备进行实验。 当前，公司处于快速发展以
及追赶并超越国外巨头的关键阶段，在探测器技术发展、迭代加速的大背景下，如发行人继续保持现
状，将会对整体研发进度、效率造成不利影响。

2、拟新增研发人员、研发场地情况
本次募投项目建设周期 48 个月，预计 2026 年完工。 届时，发行人预计研发人员总数将达到 800

人左右。
与此同时，项目建成后，发行人研发和综合创新基地中研发场地面积将达到 2.3万平方米。公司上

海总部研发中心将整体搬迁至新建的研发和综合创新基地， 现有通过租赁方式取得的研发场地将停
止租赁。

本次募投项目规划的研发办公面积 1.1万平方米，除独立办公室、员工办公区外，还将配置研发专
用会议室、研发资料档案室、研发物料储藏室、休息区等。 若按照 800 名研发人员计算，本项目实施后
研发人员人均办公面积 13.75平方米，与目前人均办公面积约 10平方米相比，处于合理变动区间。

本次募投项目规划的研发实验室面积 1.2万平方米，按照研发部门需要的实验室类别及数量进行
配置，情况具体如下：
序号 实验室名称 数量（间） 面积（平方米）
1 研发曝光室 55 2,690.00
2

可靠性实验室
环境实验实验室 1 1,000.00

3 力学及材料实验室 1 500.00
4 辐射寿命实验室 1 150.00
5 器件分析实验室 1 200.00
6 EMC实验室 屏蔽实验室 1 120.00
7 辐射测试实验室 1 150.00
8 电子实验室 6 900.00
9 机械实验室 机械测试实验室 1 200.00
10 机械修整操作间 2 240.00
11 硬件装调实验室 10 1,500.00
12 综合实验室 3 300.00
13 软件及嵌入式系统实验室 3 300.00
14 研发中试区域 1 3,750.00
合计 87 12,000.00

（二）研发设备数量及用途情况，是否可以共用
1、拟新增的研发设备情况
本次募投项目设备购置费用为 14,973.00 万元，拟购置研发设备均按照实验室功能、类型及数量

进行配置，具体情况如下：
序号 类别 设备名称 数量

（台、套、个等）
金额
（万元） 设备用途

1 模具 光罩模具
（CMOS、读出芯片、PD等） 36 6,160.00 半导体加工刻蚀掩膜板 ， 用于 CMOS

SENSOR及芯片制作

2

研发曝光室
设备

铅房（含射线源、实验平台）55 3,131.00 搭建满足辐射安全要求的 X 射线拍摄和测
试环境

3 精密电流计与配套高压发
生器 1 250.00 产生 X射线的驱动装置

4 探针台 1 100.00 测试传感器和芯片

5 可调波段皮秒
激光器 1 100.00 测试图像传感器光响应性能

6

可靠性实验
室设备

恒温恒湿试验箱 30 750.00 测试不同温湿度条件下的可靠性
7 快速温变试验箱 3 195.00 测试不同温变条件下的可靠性
8 低气压试验箱 2 140.00 测试不同气压条件下的可靠性

9 三综合试验箱 1 150.00 综合测试不同温度、湿度、振动条件下的可
靠性

10 Halt试验箱 1 250.00 实现高加速寿命实验
11 振动试验台 2 100.00 测试不同振动条件下的产品性能
12 辐射寿命测试系统 12 190.00 测试不同辐照条件下产品性能和寿命

13 器件分析实
验室设备

扫描电镜 SEM+EDX 能谱
分析 1 300.00 实现传感器、芯片的微观结构和材料分析

14 台阶仪 1 100.00 结构测试量

15 EMC
实验室设备

电波暗室
（三米法） 1 500.00 产品电磁兼容性测试

16 电子
实验室设备

示波器 14 210.00 电信号测试
17 探头 26 104.00 配套示波器等信号采集设备使用

18 研发中试线
设备 万级洁净室装修 1 600.00 研发样机的试制和工艺研究

19 其他设备 - 1,643.00 -
合计 - 14,973.00 -

注：本表仅列示总金额超过 100万元的研发设备，总金额低于 100万元的设备并入“其他设备”。
2、拟新增研发设备与现有情况对比
上述主要设备拟购置数量与现有数量对比情况如下：
单位：台、套、个等

序号 设备名称 拟购置
数量

现有
数量 新增设备原因

1 光罩模具
（CMOS、读出芯片、PD等） 36 6 随着芯片及传感器种类和数量增加需要增加相应的光罩模具

2 铅房（含射线源、实验平台等） 55 23 产品种类增加， 新增探测器类型增加导致测试项目和工作量
增加，相应的测试环境和平台需要增加

3 精密电流计与配套高压发生
器 1 0

产品种类增加， 新增探测器类型增加导致测试项目和工作量
增加，相应的测试环境和平台需要增加，目前公司已配置普通
的高压发生器

4 探针台 1 0 新增探测器和芯片项目需要新增相对应的测试用探针台

5 可调波段皮秒激光器 1 0 高速、高灵敏度光电传感器（如 SiPM、PD 阵列等）需要有高速
脉冲光源测试光响应性能，目前相关实验委托其他机构进行；

6 恒温恒湿试验箱 30 6 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展更多温度可靠性
实验

7 快速温变试验箱 3 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展更多温变可靠性
实验

8 低气压试验箱 2 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展更多气压可靠性
实验

9 三综合试验箱 1 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展综合性靠性实
验，目前相关实验委托其他机构进行

10 Halt试验箱 1 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展加速寿命实验，
目前相关实验委托其他机构进行

11 振动试验台 2 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展更多振动性能测
试

12 辐射寿命测试系统 12 0 研发项目增加和应用领域拓展需要同时开展更多辐射寿命实
验，目前相关实验委托其他机构进行

13 扫描电镜 SEM+EDX 能谱分
析 1 0 芯片开发项目需要完善微观结构分析和材料分析手段， 目前

相关实验委托其他机构进行
14 台阶仪 1 0 完善精密结构测试手段

15 电波暗室（三米法） 1 0 实现各类型产品的电磁兼容性测试和性能优化实验， 目前相
关实验委托其他机构进行

16 示波器 14 8 研发项目增加需要增加相应电子测试设备
17 探头 26 2 研发项目增加需要增加相应电子测试设备

18 万级洁净室 1 0 需要研发芯片及高精度传感器模组的组装工艺， 目前研发借
用生产用洁净室

（3）拟购置设备与现有设备是否存在共用情况
发行人现有设备与拟购置设备不存在重叠或共用的情况，主要原因如下：①随着公司的发展，公

司研发的内容和类别快速拓展，新增包括 CZT光子计数探测器、SiPM 探测器、探测器芯片等在内的多
个研发方向，需要购置相应配套的研发设备（如激光器、探针台等）；②公司研发人员、研发项目数量正
在快速增加，现有的研发设备满足不了研发人员的需求，需要对常用设备进行补充购置（如恒温恒湿
试验箱、示波器等）；③部分拟购置设备（如 Halt 试验箱、三综合试验箱等）价格较为昂贵，发行人目前
尚不存在相同或相似的研发设备， 通过委托其他机构方式进行实验或测试。 ④对于铅房类研发设备/
资产，其主要投入为实验室加装防护铅板、铅门，以起到防辐射效果；由于铅板/铅门拆除、搬迁成本较
高，因此发行人研发和综合创新基地中的铅房需重新进行建设。 ⑤发行人研发设备的使用寿命和折旧
年限通常约为 3-5年，本募投项目建设周期为 48个月，截至目前尚未开工，因此当研发和综合创新基
地建成并投入使用后，发行人现有部分研发设备将达到使用年限，需要重新购置。

整体上看，发行人现有设备与拟购置设备不存在重叠或共用的情况。
（三）增加研发场地、购置设备的必要性及合理性
目前，发行人研发人员数量保持持续增长趋势，研发人员办公场地较为拥挤；同时，研发在研、预

研项目持续增长，研发实验室数量较少，研发设备面临升级需求，实验室种类亦不齐全。 对于电磁兼容
性测试、半导体器件微观分析、材料分析等先进实验，发行人目前需要委托其他机构实验室进行实验，
对整体研发效率产生了一定的负面影响。 报告期内，发行人不仅将部分非研发部门场地转移给研发部
门使用，并分别于 2021年 9月和 2022年 2月两次在上海地区新增租赁研发场地，研发场地面积依然
难以满足研发部门需求。

通过本次募投项目的实施， 发行人将新建研发和综合创新基地， 建设先进的 X 线影像系统实验
室，并按照实验室的设计规划配置相应的研发设备；同时将持续招募优秀的研发人才，进一步改善研
发人员工作环境，大幅提升公司研发能力，加快公司产品的研发速度，缩小公司产品与国外巨头之间
的差距。

整体上看，发行人研发设备与研发场地相匹配，增加研发场地、购置设备具备合理性及必要性。
1.3 关于本次募投项目实施
根据申报材料，（1）公司尚未取得新型探测器及闪烁体材料产业化项目的环评批复文件；（2）公司

尚未取得数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目的土地使用权。
请发行人说明：（1）上述项目环评批复的进展，预计完成的时间，是否具有重大不确定性；（2）上述

项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风
险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响。

请保荐机构、发行人律师根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条，《再融
资业务若干问题解答》问题 5、问题 20进行核查并发表明确意见。

回复：
一、请发行人说明
（一）上述项目环评批复的进展，预计完成的时间，是否具有重大不确定性
本次募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”属于应当编制环境影响评价报告表的项

目， 发行人计划分别在海宁和太仓两地实施， 目前均已办理项目备案手续（项目代码分别为 2203-
330481-07-02-771221、2203-320555-89-01-304499）。

截至本回复出具日，上述募投项目的环境影响评价文件已完成环评备案/批复手续。 其中，奕瑞海
宁于 2022 年 6 月 30 日取得嘉兴市生态环境局出具的备案文件（编号：改 202233048100022）；奕瑞太
仓于 2022年 7月 15日取得苏州市生态环境局出具的批复文件（编号：苏环建〔2022〕85第 0124号）。

。
（二）上述项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目

用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响
1、项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度
本次募投项目之“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的实施地点位于上

海市浦东新区康桥镇，公司拟通过土地出让方式取得位于上海市浦东新区康桥镇的面积约为 28 亩的
项目用地。

受上海新冠疫情影响，相关土地出让程序有所延后，目前公司申请前述土地的进度如下：
2022年 3月 1日，上海市浦东新区综合开发领导小组召开会议（2022 年 4 月 28 日正式下发会议

纪要红头文件）， 会议明确“原则同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司意向选址康桥工业区东区
E05A-04部分用地，用地性质教育科研设计用地”。

2022年 5月 30日，上海土地市场官网（https://www.shtdsc.com/）发布《上海市高质量标准化国有建
设用地使用权出让信息公告》（沪标告字〔2022〕005号，以下简称“土地出让公告”），公开披露 E05A-07
地块（即康桥工业区东区 E05A-04-03 地块）的国有建设用地使用权挂牌出让信息，该地块的土地面
积为 18,860.6平方米，土地用途为科研设计用地，土地出让年限为 50年。

2022年 6月 10日，上海市张江科学城建设管理办公室出具《关于奕瑞科技总部及研发中心项目
产业准入的复函》（沪张江科建办[2022]14号），确认其已收悉公司提交的《关于奕瑞科技总部及研发中
心项目产业准入评审的请示》（即土地竞买申请），并明确“奕瑞科技总部及研发中心（数字化 X 线探测
器关键技术研发和综合创新基地建设）” 项目（研发用地产业项目类） 的意向选址康桥工业区东区
E05A-07 地块（原康桥工业区东区 E05A-04-03 地块），土地出让年限 50 年，并要求抓紧办理相关手
续。

2022年 7月 4日，上海浦东康桥（集团）有限公司与发行人签署《奕瑞科技总部及研发中心（数字
X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设） 项目张江康桥工业区东区 E05A-07地块投资意向协
议书》（以下简称“《投资意向协议》”）。

2022年 7月 12日，上海市浦东新区人民政府出具了《关于同意＜浦东新区康桥工业区东区 E05A-
07地块出让方案＞批复》。

发行人目前正办理支付土地竞买保证金事宜。 后续公司将按照竞买相关要求在指定时间至指定
地点参加现场竞买活动。 竞拍成功后，公司将与相关政府主管部门签署正式土地出让合同并支付土地
出让金，后续再申请办理该地块的土地使用权证书。

截至本回复出具日， 发行人正按正常流程积极推进办理上述土地出让手续， 预计将于 2022 年 8
月完成相关土地出让手续。

2、项目用地是否符合土地政策、城市规划
本次募投项目之“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”不属于《限制用地

项目目录（2012年本）》《禁止项目用地目录（2012年本）》等法律法规规定的限制类及/或禁止类的用地
类别。

上海市浦东新区综合开发领导小组于 2022 年 3 月 1 日召开会议， 会议明确本项目用地性质为
“教育科研设计用地”。 根据《土地出让公告》，本项目的具体用地类别为“教育科研设计用地”下属“科
研设计用地”，产业导向为“研究和试验发展”。 根据《上海市规划和国土资源管理局关于增设研发总部
类用地相关工作的试点意见》规定，“科研设计用地”具体包括研发设计、企业总部、信息技术服务等新
型产业用地，以及独立的科研设计机构用地，包括研究、勘测、设计、信息等单位用地。“数字化 X 线探
测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”建设内容主要包括发行人的研发和总部基地，符合前述
用地类别要求。

此外，上海市张江科学城建设管理办公室已出具《情况说明》，确认公司上述募投项目用地符合张
江科学城产业发展导向。

综上，本次募投项目之“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的用地符合
项目所在地的土地政策和城市规划。

3、募投项目用地落实的风险，无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的
影响

公司申请上述募投项目用地已通过上海市浦东新区综合开发领导小组会议审议通过， 相关地块
已经公示挂牌公告并进入土地出让程序， 且公司已向上海市张江科学城建设管理办公室提交竞买申
请并已取得其复函同意，已完成《投资意向协议》的签署工作，浦东新区人民政府已出具同意地块出让
方案的批复，鉴于尚未正式签署土地出让协议获得项目用地，公司已在《募集说明书》“第三节 风险因
素”之“八、募集资金投资项目风险”之“（四）本次募投项目土地尚未取得的风险”部分对募投项目用地
尚未取得土地使用权证书的风险进行风险提示。

就上述项目用地风险，公司已书面承诺将积极履行国有土地出让程序，确保及时取得项目土地使
用权，按期开展项目建设工作。 如上述项目用地无法落实，发行人将通过租赁办公场所的方式先启动
相关技术研发工作，同时公司将尽快与当地政府协商，选取、购置附近其他可用地块，避免对本项目的
实施产生重大不利影响。

综上，公司申请上述项目用地已通过上海市浦东新区综合开发领导小组会议审议通过，相关地块
已经公示挂牌公告并进入土地出让程序， 公司已向上海市张江科学城建设管理办公室提交竞买申请

并已取得其复函同意，已完成《投资意向协议》的签署工作，浦东新区人民政府已出具同意地块出让方
案的批复，公司已在《募集说明书》中披露并进行了风险提示，且公司已出具书面承诺，如无法取得上
述募投项目用地，公司将尽快选取其他可用地块替代，预计对募投项目实施不会产生重大不利影响。

4、补充披露
发行人在《募集说明书》“第七节 本次募集资金运用的基本情况”之“三、本次募集资金投资项目

涉及的审批进展情况”之“2、数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”之“（3）项目
用地”补充披露如下：

“本募投项目拟在上海市浦东新区康桥镇实施，公司将通过出让方式取得项目用地。2022年 3月，
上海市浦东新区综合开发领导小组召开会议，明确“原则同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司意向
选址康桥工业区东区 E05A-04部分用地， 用地性质教育科研设计用地”。 截至本募集说明书签署日，
本项目用地已经公示并进入土地出让程序， 且公司已向上海市张江科学城建设管理办公室提交竞买
申请并已取得其复函认可，并与上海浦东康桥（集团）有限公司签署《奕瑞科技总部及研发中心（数字
X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设） 项目张江康桥工业区东区 E05A-07地块投资意向协
议书》， 浦东新区人民政府已出具《关于同意＜浦东新区康桥工业区东区 E05A-07 地块出让方案＞批
复》，后续将根据土地出让公告规定和相关主管部门要求积极推进参与该地块土地出让程序的相关工
作。 公司预计将于 2022年 8月取得该地块的土地使用权证书。

根据《土地出让公告》，本项目的具体用地类别为“教育科研设计用地”下属“科研设计用地”，产业
导向为“研究和试验发展”。 根据《上海市规划和国土资源管理局关于增设研发总部类用地相关工作的
试点意见》规定，“科研设计用地”具体包括研发设计、企业总部、信息技术服务等新型产业用地，以及
独立的科研设计机构用地，包括研究、勘测、设计、信息等单位用地。“数字化 X线探测器关键技术研发
和综合创新基地建设项目”建设内容主要包括发行人的研发和总部基地，符合前述用地类别要求。 上
海市张江科学城建设管理办公室出具《情况说明》，确认本项目符合张江科学城产业发展方向。

公司承诺将积极履行国有土地出让程序， 确保及时取得项目土地使用权， 按期开展项目建设工
作。 如上述项目用地无法落实，公司将尽快与当地政府协商，选取附近其他可用地块，避免对本项目的
实施产生重大不利影响。 ”

二、请保荐机构、发行人律师根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条，《再
融资业务若干问题解答》问题 5、问题 20进行核查并发表明确意见

（一）根据《管理办法》第十二条进行核查并发表明确意见
根据《管理办法》第十二条规定，“上市公司发行股票，募集资金使用应当符合下列规定：（一）应当

投资于科技创新领域的业务；（二）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规
定；（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利
影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 ”其中仅第（二）项为对
募集资金使用在环保、土地等方面的合规要求。 经核查，本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条
第（二）项规定，具体如下：

1、本次募集资金使用符合国家产业政策
本次募集资金将投资于“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”和“数字化 X 线探测器关键技术

研发和综合创新基地建设项目”。 前述募集资金投资项目均已依法办理投资项目备案手续，符合国家
产业政策，具体如下：
序号 项目名称 项目实施地 项目备案号

1 新型探测器及闪烁体材料产业化项目 太仓 2203-320555-89-01-304499
海宁 2203-330481-07-02-771221

2 数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基
地建设项目 浦东新区 2204-310115-04-01-705170

2、本次募集资金使用符合有关环境保护的法律法规规定
“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”的环境影响评价文件已完成环评备案/批复手续。其中，奕

瑞海宁于 2022 年 6 月 30 日取得嘉兴市生态环境局出具的备案文件（编号：改 202233048100022）；奕
瑞太仓于 2022 年 7 月 15 日取得苏州市生态环境局出具的批复文件（编号：苏环建〔2022〕85 第 0124
号）。

就“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”，根据《环境影响评价法》《建设项
目环境影响评价分类管理名录》《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉 上海市实施细化规定（2021
年版）》等相关规定及发行人与相关环保主管部门的沟通确认，“数字化 X线探测器关键技术研发和综
合创新基地建设项目”属于“研究与实验发展”类别，且不涉及生物、化学反应，因而无需办理建设项目
环境影响评价手续。

3、本次募集资金使用符合有关土地管理的法律法规规定
就“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”，发行人计划在江苏省太仓市和浙江省海宁市现有厂

房内实施。 就拟在太仓市实施部分，发行人全资子公司奕瑞太仓已通过出让方式取得该处厂房对应地
块的不动产权证书（证书编号为苏（2018）太仓市不动产权第 0022428号），证载用途为“工业”。 就拟在
海宁市实施部分，发行人全资子公司奕瑞海宁系通过租赁方式取得相关厂房的使用权。 出租方海宁兴
谷电子科技有限公司已通过出让方式取得该处租赁房产对应的土地使用权书（证书编号为浙（2020）
海宁市不动产权第 0066422号），证载用途为“工业用地”。 海宁兴谷电子科技有限公司尚未取得该处
租赁房产的房屋权属证书，但已取得该处租赁房产对应的土地使用权证、建设用地规划许可证、建设
工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 根据《中华人民共和国民法典》、最高人民法院《关于适用＜中
华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》及最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件
具体应用法律若干问题的解释》等规定，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规
划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。 但在一审法庭辩论终结前取得建设工程
规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 根据上述规定，上述租赁房产虽然
尚未取得房屋权属证书，但不影响租赁合同的法律效力，奕瑞海宁作为承租主体有权根据相关租赁合
同使用该等租赁房屋。

就“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”，发行人拟通过出让方式取得位
于上海市浦东新区康桥镇面积约为 28亩的项目用地。 “数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创
新基地建设项目” 用地已通过上海市浦东新区综合开发领导小组会议审议通过， 相关地块已经公示
挂牌公告并进入土地出让程序， 且公司已向上海市张江科学城建设管理办公室提交竞买申请并已取
得其复函同意，已完成《投资意向协议》的签署工作，浦东新区人民政府已出具同意地块出让方案的批
复，尚需通过土地出让方式取得本项目用地。 该项目用地符合当地土地政策、城市规划。

综上，本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符
合《管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（二）根据《再融资业务若干问题解答》问题 5进行核查并发表明确意见
经核查，本次募集资金使用不涉及用于收购资产、使用集体建设用地、占用基本农田或违规使用

农地的情形，因此不适用《再融资业务若干问题解答》问题 5第（一）、（三）和（四）项的规定。 本次募投
项目涉及租赁房产，且本次募投项目存在未取得土地使用权情形，需针对《再融资业务若干问题解答》
问题 5第（二）、（五）项进行核查。

1、根据《再融资业务若干问题解答》问题 5第（二）项进行核查
就“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”拟在海宁市实施部分由奕瑞海宁在租赁房产中实施，

出租方为海宁兴谷电子科技有限公司，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日，奕瑞海宁
租赁该房产用途主要为生产厂房及办公。

经核查，该处租赁房产已取得对应的土地使用权证书，证书编号为浙（2020）海宁市不动产权第
0066422号，证载用途为“工业用地”，权利性质为“出让”，使用期限至 2070年 12月 16日。该处租赁房
产虽然尚未取得房屋产权证书，但已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工
许可证。 根据中国法律规定，上述租赁房产未取得房屋权属证书不影响租赁合同的法律效力，奕瑞海
宁作为承租主体有权根据相关租赁合同使用该等租赁房屋。

经核查，该处租赁房产的土地使用权证书的证载用途为“工业用地”，奕瑞海宁租赁该处租赁房产
拟用于生产厂房及办公用房，符合土地使用权证书的证载用途，且前述土地使用权证书登记的权利性
质为“出让”，不涉及使用划拨用地情形。

综上所述，奕瑞海宁租赁房产用于实施募投项目，符合《再融资业务若干问题解答》问题 5 第（二）
项的规定。

2、根据《再融资业务若干问题解答》问题 5第（五）项进行核查
发行人尚需通过土地出让程序取得“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”

的项目用地，发行人已在《募集说明书》“第七节 本次募集资金运用的基本情况”之“三、本次募集资金
投资项目涉及的审批进展情况”中披露了相关情况，包括该募投项目用地的计划、取得土地的具体安
排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险，以及无法取得募投项目用地拟采
取的替代措施以及对募投项目实施的影响等信息。

此外，发行人已在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“八、募集资金投资项目风险”之“（四）本次
募投项目土地尚未取得的风险”部分对募投项目用地尚未落实的风险进行风险提示。

综上，发行人已在《募集说明书》披露前述募投项目用地尚未取得的情况，并已对募投项目用地尚
未落实的风险进行风险提示，符合《再融资业务若干问题解答》问题 5第（五）项的规定。

（三）根据《再融资业务若干问题解答》问题 5进行核查并发表明确意见
根据《再融资业务若干问题解答》问题 20 规定，第（6）项要求核查募投项目实施是否存在重大不

确定性或重大风险问题。 经核查，具体情况和分析如下：
1、募投项目已办理环评批复文件
“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”的环境影响评价文件已完成环评备案/批复手续。其中，奕

瑞海宁于 2022 年 6 月 30 日取得嘉兴市生态环境局出具的备案文件（编号：改 202233048100022）；奕
瑞太仓于 2022 年 7 月 15 日取得苏州市生态环境局出具的批复文件（编号：苏环建〔2022〕85 第 0124
号）。

2、募投项目用地未取得土地使用权的影响
发行人申请“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”项目用地，尚待正式签

署土地出让协议获得项目用地，发行人已在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“八、募集资金投资项
目风险”之“（四）本次募投项目土地尚未取得的风险”部分对募投项目用地尚未取得土地使用权证书
的风险进行风险提示。

就上述项目用地风险，发行人已书面承诺将积极履行国有土地出让程序，确保及时取得项目土地
使用权，按期开展项目建设工作；如上述项目用地无法落实，公司将尽快与当地政府协商，选取附近其
他可用地块，避免对本项目的实施产生重大不利影响。

综上所述，“新型探测器及闪烁体材料产业化项目” 已办理环评批复文件，“数字化 X 线探测器关
键技术研发和综合创新基地建设项目”尚待取得土地使用权，不会导致募投项目实施存在重大不确定
性或重大风险，符合《再融资业务若干问题解答》问题 20第（6）项的相关规定。

三、核查程序
保荐机构和发行人律师履行的核查程序如下：
1、查阅了本次募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”环评备案/批复文件；
2、访谈了发行人主要管理人员，了解“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”的环评批复的办理

进展、预计完成的时间、是否会对本次募投项目实施产生重大不利影响等事项，并了解“数字化 X 线探
测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的用地计划、取得土地的具体安排、进度、是否符合土地
政策、城市规划、若无法取得拟采取的应对措施及有效性、是否会对本次募投项目实施产生重大不利
影响等事项；

3、查阅了“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”、“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新
基地建设项目”的投资项目备案文件；

4、查阅了奕瑞太仓的不动产权证书、奕瑞海宁与海宁兴谷电子科技有限公司签署的《厂房租赁协
议》，以及海宁兴谷电子科技有限公司的不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、
建筑工程施工许可证；

；
5、查阅了上海市浦东新区综合开发领导小组关于同意募投项目选址意向的会议纪要；
6、查阅了上海市张江科学城建设管理办公室出具的《情况说明》；
7、查阅了上海市张江科学城建设管理办公室出具的《关于奕瑞科技总部及研发中心项目产业准

入的复函》（沪张江科建办[2022]14号）；
8、查阅了发行人与上海浦东康桥（集团）有限公司签署《奕瑞科技总部及研发中心（数字 X 线探测

器关键技术研发和综合创新基地建设）项目张江康桥工业区东区 E05A-07地块投资意向协议书》；
9、查阅了上海市浦东新区人民政府出具的《关于同意＜浦东新区康桥工业区东区 E05A-07 地块

出让方案＞批复》；
10、查阅了上海土地市场官网（https://www.shtdsc.com/）发布的《上海市高质量标准化国有建设用

地使用权出让信息公告》（沪标告字〔2022〕005号）；
11、取得了发行人就“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”用地事项出具

的书面承诺。
（四）核查意见
经核查，保荐机构和发行人律师认为：
1、“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”完成环评备案/批复手续；
2、发行人申请“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目” 的项目用地已通过

上海市浦东新区综合开发领导小组会议审议通过，相关地块已经公示挂牌公告并进入土地出让程序，
且公司已向上海市张江科学城建设管理办公室提交竞买申请并已取得其复核同意，已完成《投资意向
协议》的签署工作，浦东新区人民政府已出具同意地块出让方案的批复，尚需通过土地挂牌出让方式
取得用地；发行人已在《募集说明书》中披露并进行了风险提示。 该项目用地符合当地土地政策、城市
规划；发行人已书面承诺如无法取得上述募投项目用地，公司将通过租赁办公场所的方式先启动相关
技术研发工作，同时将尽快选取其他可用地块替代，预计不会对本项目实施造成重大不利影响；

3、本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合
《管理办法》第十二条第（二）项的规定；

4、奕瑞海宁租赁房产用于“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”建设和使用，符合《再融资业务
若干问题解答》问题 5 第（二）项的规定；发行人已在《募集说明书》中披露了“数字化 X 线探测器关键
技术研发和综合创新基地建设项目”的用地情况，并进行了风险提示，符合《再融资业务若干问题解
答》问题 5第（五）项的规定。

5、本次募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”已依法办理完成环境影响评价手续，
“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”尚待取得土地使用权，发行人已经书面
确认或承诺预计的获得时间和替代措施，不会导致募投项目实施存在重大不确定性或重大风险，符合
《再融资业务若干问题解答》问题 20的第（6）项的规定。

1.4 关于前次募投项目
根据申报材料及公开资料，（1）截至 2021 年末，公司 IPO 募投项目的投资进度为 51.77%（除超募

资金外），其中生产基地项目、研发中心建设项目、营销及服务中心建设项目的建设期分别为 48 个月、
36 个月、24 个月；（2）公司 IPO 募投项目新增实施主体和实施地点，“生产基地建设项目”新增奕瑞海
宁作为实施主体，新增海宁经济开发区作为实施地点；“研发中心建设项目”新增奕瑞成都、奕瑞海宁
作为实施主体，以公司在成都拥有的一处厂房、奕瑞海宁现有场地作为新增实施地点。

请发行人说明：（1）结合 IPO 募投项目的各建设期，说明前次各募投项目的建设进度，如不达预
期，请明确具体原因及后续计划；（2）公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点的情况、原因及合
理性。

回复：
一、结合 IPO募投项目的各建设期，说明前次各募投项目的建设进度，如不达预期，请明确具体原

因及后续计划
截至 2022年 3月 31日，发行人前次募投项目资金使用情况如下：
单位：万元

序号 募投项目 建设周期 拟投入募集资金 累计投入
金额

累计投入
进度

资金使用是否如预
期

1 生产基地建设项目 48个月 35,000.00 24,211.19 69.17% 符合预期

2 研发中心建设项目 36个月 25,000.00 13,309.18 53.24% 符合预期

3 营销及服务中心建
设项目 24个月 5,000.00 3,275.01 65.50% 符合预期

“生产基地建设项目”建设周期 48个月，截至 2022年 3月 31日累计投入进度 69.17%。目前，太仓
基地已完成厂房建设，正处于装修和设备购置阶段；海宁基地已完成厂房装修，部分设备正在进场及
调试，正持续采购剩余设备，调试完毕后将投入生产。 本项目正按照计划进度建设投入，预期能够按时
完工。

“研发中心建设项目”建设周期 36个月，截至 2022年 3月 31日累计投入进度 53.24%。目前，发行

人已完成上海、成都、太仓研发中心的设置，因新增募投实施主体，正在设置海宁研发中心，积极招聘
相关研发人员，公司正在按照计划推进多项探测器、闪烁体等相关研发项目进度。 本项目正按照计划
进度建设投入，预期能够按时完工。

“营销及服务中心建设项目” 建设周期 24 个月， 截至 2022 年 3 月 31 日， 境内累计投入金额为
3,275.01万元，资金使用进度为 65.50%。 目前，发行人已在上海、韩国、北美及欧洲等地设置营销服务
中心，在全球范围内对公司品牌及产品进行推广，并致力于为客户提供更好的营销及售后服务。 随着
目前国内外新冠疫情形势的好转，发行人会积极拜访国内外客户，对在售及新产品进行一系列定向推
广活动；同时，2022 年 CMEF、ECR、RSNA 等国际性展会集中在下半年，发行人加大展会投入规模，对
各类产品进行重点宣传和推广；此外，发行人拟加强全球市场区域的营销人员招聘及培训，提高整体
营销团队的服务区域及专业技能。 预计“营销及服务中心建设项目”能够按照预期完成。

二、公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点的情况、原因及合理性
发行人前次募投项目存在新增实施主体和实施地点的情况，具体如下：

项目名称 变更前 变更后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点

生产基地建设项目 奕瑞太仓 江苏太仓 奕瑞太仓 江苏太仓
奕瑞海宁 浙江海宁

研发中心建设项目

海外研发中心 奕瑞韩国 韩国 奕瑞韩国 韩国

国内研发中心 上海奕瑞
奕瑞太仓

上海浦东
江苏太仓

上海奕瑞
奕瑞太仓
奕瑞成都
奕瑞海宁

上海浦东
江苏太仓
四川成都
浙江海宁

（一）生产基地建设项目
发行人募投项目“生产基地建设项目”原实施主体为奕瑞太仓。 2020年 10月，由于①公司经营规

模日益扩大，同时 2020年初国内新冠疫情爆发，为了分散生产风险，发行人拟在上海周边地区建设新
的生产基地，以保障未来产品供应稳定性；②新生产基地建设地点的选择将综合考虑区位、生产供应
链搭设可行性、生产基地建设环境、当地政府政策、生产成本等；③海宁开发区拟打造战略新兴产业集
群，核心零部件、模组、半导体等相关产业布局完整，供应链较为齐备，并提供一系列产业政策和资源，
政府支持力度较大。 综合考虑上述因素后，公司最终确定在海宁打造生产基地，新增奕瑞海宁作为上
述募投项目的实施主体之一。新增实施主体和实施地点后，奕瑞海宁将建设 2.8万台平板探测器产能，
奕瑞太仓将建设 6万个口内探测器和 10万个线阵 LDA探测模组产能。 同时，奕瑞太仓还将通过本次
募投项目建设线阵 LDA探测器生产所需的闪烁体晶体产能，形成联动。

对于上述新增实施主体及实施地点的具体情况，公司于 2020 年 10 月 26 日召开第一届董事会第
十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主
体和实施地点的议案》， 同意新设立全资子公司奕瑞海宁作为生产基地建设项目的新增实施主体，新
增海宁经济开发区为本募投项目的实施地点。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。持
续督导机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项出具了核查意见。 本次募投项目
新增募投项目实施主体和实施地点履行了必要的法律程序， 符合相关的法律法规及证券交易所上市
规则的规定。

（二）研发中心建设项目
发行人募投项目“研发中心建设项目” 原实施主体为分为国内研发中心和海外研发中心两个部

分，其中国内研发中心计划位于上海浦东新区和江苏太仓，海外研发中心位于韩国。
1、新增奕瑞成都为实施主体，新增四川成都为实施地点
①成都是我国中西部地区核心城市之一，拥有四川大学、电子科大等知名学府，在电子、信息、半

导体、机械加工等领域的技术积累和人才储备较为丰富；②公司在成都设有全资子公司奕瑞成都，且
在成都拥有一处厂房，具有一定的地理优势，有助于公司完善国内技术布局，并综合考虑研发中心建
设成本、研发人才招聘培训成本等；③为应对探测器领域的多样化应用趋势及技术要求、加强探测技
术储备及布局，公司新增全资子公司奕瑞成都作为研发中心建设项目的实施主体，对“新型探测器技
术开发”课题进行深入研究。2021年和 2022年 1-3月，奕瑞成都“研发中心建设项目”投入金额分别为
352.92万元和 196.23万元。

对于上述新增实施主体及实施地点的具体情况， 公司于 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会第
二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实
施地点的议案》，同意全资子公司奕瑞成都作为研发中心建设项目的新增实施主体，以公司在成都拥
有的工业厂房作为项目主要实施地点。 针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，持续督
导机构出具了核查意见。 本次募投项目新增募投项目实施主体和实施地点履行了必要的法律程序，符
合相关的法律法规及证券交易所上市规则的规定。

2、新增奕瑞海宁为实施主体，新增浙江海宁经济开发区为实施地点
①发行人海宁生产基地预计在今年完工，发行人拟为奕瑞海宁配套相应的研发中心，依托海宁基

地即将建成的场地和设备，对产品生产工艺、产线产能优化、生产效率提升等课题进行研发。 ②奕瑞海
宁研发及技术团队的建设，能够为当地吸引更多的人才加入，同时响应政府号召，促进当地快速形成
X光产业集聚，带动当地技术实力发展，加强公司及子公司的整体研发实力和竞争优势。 ③为加快募
投项目实施进度，发行人持续以市场需求为导向，加快新技术研究和产品创新，计划建设新的研发中
心。 因此，发行人于 2022年 4月新增全资子公司奕瑞海宁作为研发中心建设项目的实施主体，以奕瑞
海宁现有场地作为该项目新增实施地点，对“闪烁体技术开发”、“检验检测技术开发”课题进行深入研
究。 其中“闪烁体技术开发”课题主要通过生长工艺和设备开发，进一步提高大尺寸闪烁体及光电探测
模组的生产效率；“检验检测技术开发”课题主要提升各类新型号新产品可靠性、硬件、软件检验检测
能力，满足日益增长的检验需求。 截至 2022年 3月 31日，奕瑞海宁尚未发生“研发中心建设项目”投
入。

对于上述新增实施主体及实施地点的具体情况， 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体
和实施地点的议案》，同意全资控股子公司奕瑞海宁作为研发中心建设项目的新增实施主体，以公司
在海宁拥有的现有场地作为项目主要实施地点。 针对上述事项， 公司独立董事发表了同意的独立意
见，持续督导机构出具了核查意见。 本次募投项目新增募投项目实施主体和实施地点履行了必要的法
律程序，符合相关的法律法规及证券交易所上市规则的规定。

公司新增募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金的用途的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成重大影响，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上， 公司新增部分募投项目实施主体及实施地点均是基于公司实际经营发展优化资源配置的
需要，为了加快推进募投项目建设并提高公司整体运营效率和募集资金的使用效率的决策，具备合理
性。

2、关于融资规模
根据申报材料，（1） 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 143,501.00

万元，其中拟用于新型探测器及闪烁体材料产业化项目 98,886.00 万元，数字化 X 线探测器关键技术
研发和综合创新基地建设项目 44,615.00万元；（2）本次募投项目总投资额为 251,460.89 万元，除本募
资金外，剩余 107,959.89 万元拟使用公司自筹资金；（3）新型探测器及闪烁体材料产业化项目主要包
括设备购置费和建筑工程费，研发和综合创新基地建设项目包括建设投资及研发费用；（4）截至 2021
年 12月 31日，发行人货币资金余额为 142,514.53万元，IPO超募资金 121,616.94万元。

请发行人说明：（1）各募投项目的具体构成及测算依据，包括但不限于建筑工程费、设备购置费、
安装工程费用的具体测算依据及定价公允性；募投项目除本次募集外剩余资金的具体来源；（2）本次
购置用于建设各类探测器和闪烁体材料的设备内容及数量， 设备购置的内容及数量与规划产能的匹
配关系，单位产能投资额与前募项目及同行业可比公司相似业务的差异情况；（3）本次研发和综合创
新基地建设项目的研发费用的具体构成，若涉及研发人员薪酬的，说明研发人员人均薪酬与前次募投
及发行人现有水平的差异情况；（4）结合本次募投项目非资本性支出及资金缺口测算情况，说明本次
募投实质上用于补流的规模及合理性， 用于补充流动资金和偿还债务的比例是否超过本次募集资金
总额的 30%；（5）结合发行人现有资金安排情况，说明本次募集资金的必要性及规模合理性。

请保荐机构按照《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》问题 4 的要求进行核
查并发表明确意见，请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：
一、发行人说明
（一）各募投项目的具体构成及测算依据，包括但不限于建筑工程费、设备购置费、安装工程费用

的具体测算依据及定价公允性；募投项目除本次募集外剩余资金的具体来源
1、各募投项目的具体构成及测算依据，包括但不限于建筑工程费、设备购置费、安装工程费用的

具体测算依据及定价公允性；
（1）新型探测器及闪烁体材料产业化项目
本项目总投资额为 107,584.02 万元，拟使用募集资金金额为 98,886.00 万元，募集资金主要用于

新型探测器和闪烁体材料生产设备购置以及生产厂房装修。 具体资金运用情况见下表：
单位：万元

序号 类别 投资额 拟使用募集资金金额
1 建设投资 103,830.30 98,886.00
1.1 建筑工程费 2,788.00 2,788.00
1.2 设备购置费 96,098.00 96,098.00
1.3 预备费 4,944.30 -
2 铺底流动资金 3,753.72 -
合计 107,584.02 98,886.00

1）建筑工程费
根据现行市场价格估算，产线的建筑工程费用为 2,788.00万元，具体情况如下：

序号 建、构筑物名称 工程量
（平方米）

单价
（万元）

费用合计
（万元） 定价依据

1 厂房一 3,100.00 0.50 1,550.00 结合历史洁净车间装修成
本估算

2 厂房二 376.00 0.50 188.00 结合历史洁净车间装修成
本估算

3 厂房三 2,100.00 0.50 1,050.00 结合历史洁净车间装修成
本估算

合计 2,788.00 -

建筑工程费用主要为海宁工厂厂房洁净车间的装修费用，不包含相关土建费用。 因本次募投项目
海宁工厂规划生产 CMOS探测器和 CT探测器整机集成，对生产环境要求较高，需使用洁净车间，车间
内需配置中央空调、新风机组、空压机等设备以保持恒温恒湿环境，并控制空气尘埃粒子浓度，同时新
型探测器设备、工艺与非晶硅探测器存在差异，对生产环境、管道、吊顶、水电等要求不同，因此需要对
厂房作进一步装修。 太仓工厂将主要进行闪烁体新材料的生产，对生产环境要求较新型探测器低，洁
净车间为非必要的生产环境，因此不包含装修费用。 整体上看，建筑工程费用为 2,788.00万元，占募集
资金总额比例较小。

2）设备购置费
设备购置费用 96,098.00 万元，将分别在浙江海宁和江苏太仓各建设一条产线，根据市场现行价

格情况估算，主要设备已向供应商询价，价格公允，具体情况如下：
①新型探测器设备

类型 名称 数量（台） 金额（万元） 定价依据

CMOS SENSOR 工
艺设备

成膜设备 8 13,900.00 供应商询价
光刻设备 12 12,780.00 供应商询价
腐蚀清洗设备 7 11,200.00 供应商询价
刻蚀设备 5 11,300.00 供应商询价
量测设备 5 8,650.00 供应商询价
硅片研磨设备 4 6,800.00 供应商询价
热处理设备 4 5,000.00 供应商询价
键合机 2 600.00 供应商询价
辅助设备 1 320.00 供应商询价
失效分析设备 16 8,330.00 供应商询价

生产辅助设备 5 820.00 结合历史采购价格
估算

Wire Bonding
设备

切割设备 6 800.00 供应商询价
贴合设备 14 1,810.00 供应商询价
组装设备 6 60.00 供应商询价
清洗设备 1 150.00 供应商询价
量测设备 10 340.00 供应商询价

探测器模组
生产设备

清洗设备 2 250.00 结合历史采购价格
估算

闪烁体镀膜设备 12 4,398.00 结合历史采购价格
估算

高分子保护镀膜设备 6 300.00 结合历史采购价格
估算

组装设备 9 210.00 结合历史采购价格
估算

量测设备 9 540.00 结合历史采购价格
估算

合计 144 88,558.00 -

②闪烁体材料设备
用途 类型 设备名称 数量

（台、KG等） 金额（万元） 定价依据

生产

原料处理设备

烧结炉 12 260.00 结合历史采购价格
估算

真空、冷却、加热系统 5 90.00 结合历史采购价格
估算

其他 19 155.00 结合历史采购价格
估算

晶体生长设备

热等静压炉 1 600.00 供应商询价
真空热压炉 4 240.00 供应商询价
晶体生长炉 20 500.00 供应商询价

贵金属坩埚 30 900.00 结合贵金属市场交
易价格估算

晶体加工设备

划片机 22 1,000.00 结合历史采购价格
估算

切割机 28 770.00 结合历史采购价格
估算

雕铣机 9 225.00 结合历史采购价格
估算

抛光机 4 100.00 结合历史采购价格
估算

其他晶体加工设备 17 100.00 结合历史采购价格
估算

测试设备 余辉、光输出、老化等测试设
备 14 400.00 结合历史采购价格

估算

其他设备 其他设备 17 500.00 结合历史采购价格
估算

小计 202 5,840.00 -

研发 晶体生长设备

晶体生长炉 17 500.00 供应商询价

贵金属坩埚 10 1,000.00 结合贵金属市场交
易价格估算

提纯炉、合成炉 10 200.00 供应商询价
小计 37 1,700.00 -
合计 239 7,540.00 -

注：研发设备主要用于 LYSO/GAGG 闪烁晶体、溴化镧、碲锌镉等新型闪烁体材料研发。
3）预备费
基本预备费 4,944.30万元， 主要根据项目建设过程中成本及工艺设计的调整因素， 按建筑工程

费、设备购置费之和的 5%估算。
4）铺底流动资金
项目的铺底流动资金是项目建成后，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营

费用等所需的周转资金。 本项目铺底流动资金按项目测算期（10年）流动资金增加额的 3%计算，约为
3,753.72万元。

本募投项目中，建设工程费和设备购置费均为资本性支出，使用募集资金 98,886.00 万元；预备费
和铺底流动资金未使用募集资金。

（2）数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目
本项目总投资额为 143,876.87 万元，拟使用募集资金金额为 44,615.00 万元，募集资金主要用于

研发办公/实验室的建设费用、研发设备购置费用以及探测器芯片技术/产品的研发费用支出等，具体
资金运用情况见下表：
序号 类别 投资额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 土地购置费用 12,000.00 -
2 建设投资 101,876.87 34,615.00
2.1 建筑工程费用 57,351.04 14,490.00
2.2 安装工程费用 17,248.00 5,152.00
2.3 设备购置费用 14,973.00 14,973.00
2.4 工程建设其他费用 6,882.12 -
2.5 预备费 5,422.71 -
3 研发费用 30,000.00 10,000.00
合计 143,876.87 44,615.00

1）土地购置费用
土地购置费用为参考现行市场土地价格 400万元/亩进行测算，预计为 12,000.00万元。
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